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Drucksensor 

Bei einem Drucksensor, welcher einen Halbleiter- 
Druckaufnehmer mit einem auf einen Sockel aufgebracn- 
ten Halbleiterchip umfafct, welcher Halbleiterchip eine 
Druckmembran aufweist und mit Kontaktabschrutten ei- 
nes Leitungsgitters, insbesondere eines Leadframes, 
elektrisch verbunden ist f und wobei ein Gehause vorgese- 
hen ist, welches durch Umspritzen des Halbleiter-Druck- 
aufnehmers mit Spritzmasse hergestellt ist, wird vorge- 
schlagen, eine in die Spritzmasse teilweise eingebettete 
Kappe vorzusehen, welche eine dem Halbleiter-Druckauf- 
nehmer zugewandte Offnung, eine der Ctffnung gegen- 
uberliegende Kappenoberseite mit einem dann angeord- 
neten Durchlafc und eine sich von der Kappenoberseite 
aus erstreckende und die Offnung begrenzende Kappen- 
wand aufweist, wobei die mit dem Durchlafc versehene 
Kappenoberseite an einer Au&enseite des aus Spritzmas- 
se hergesteliten Gehausesfrei zuganglich ist und wobei 
der zwischen der Kappenoberseite, der Kappenwand und 
der Offnung befindliche Kappeninnenraum eine Druckzu- 
fuhrung fur den Halbteiter-Druckaufnehmer bildet. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft einen Drucksensor mit den im 
OberbegrifF des unabhangigen Anspruchs 1 angegebenen 
Merkmalen. 

Derartige Drucksensoren sind bei spiels weise aus der 
Druckschrift "Advanced Microsystems for Automotiv App- 
lications' 99, D.E. Ricken, W. Gessner, Seite 126" bekannt. 
Bei den bekannten Drucksensoren wird ein Halbleiter- 
Druckaufnehmer, welcher einen auf einen Sockel aufge- 
brachten Halbleiterchip mit Druckmembran umfaBt, auf ein 
Leitungsgitter, ein sogenanntes Leadframe, aufgebracht. Em 
ebener Abschnitt des Leitungsgitters, ein sogenannter Die- 
pad, dient dabei als Montageflache fur den Haibleiter- 
Druckaufnehmer. AnschlieBend wixd der Halbleiterchip 
iiber Bonddrahte mit Kontaktabschnitten des Leitungsgitters 
verbunden. Im einem als "Transfer molding'" bekannten 
SpritzpreBverfahren wird schlieBlich der Halbleiter-Druck- 
aufnehmer mit einem Gehause aus Spritzmasse (Mold com- 
pound) urnspritzt. Die Druckzufuhrung erfolgt durch emen 
in dem Sockel und dem Diepad ausgebildeten Druckkanal. 
Beim Umspritzen des Halbleiter-Druckaufnehmers muB 
eine Druckzufuhrung in dem Gehause ausgespart werden, 
die nicht mit Spritzmasse gefullt werden darf. Dies ge- 
schieht durch einen Stempel, der im Spritzwerkzeug im Be- 
reich des Druckkanals gegen das Diepad angedriickt wird. 
Nach dem Umspritzen wird der Stempel entfemt, wodurch 
in der Spritzmasse eine Aussparung verbleibt, welche als 
Druckzufuhrung dient. Durch die in dem Gehause ausgebil- 
dete Aussparung ist der in dem Diepad und dem Sockel aus- 
gebildete Druckkanal mit dem AuBenraum verbunden. 

Nachteilig bei den bekannten Sensoren ist, daB sich das 
Diepad des Leitungsgitters beim Andrucken des Stempel 
verschieben kann und zwischen dem Stempel und dem Die- 
pad ein Spalt verbleibt, so daB beim Umspritzen Spritz- 
masse in den Druckkanal und auf die Membran des Halblei- 
terchips gelangen kann, wodurch die Funktion des Druck- 
sensors beeintrachtigt wird. 

Vorteile der Erfindung 



Durch den Drucksensor mit den kennzeichnenden Merk- 
malen des Anspruchs 1, werden die Nachteile des Standes 
der Technik vermieden. Der erfindungsgemaBe Drucksensor 
weist eine in die Spritzmasse teilweise eingebettete Kappe 
auf, welche eine dem Halbleiter-Druckaufnehmer zuge- 
wandte Offnung, eine der Offnung gegenuberliegende Kap- 
penoberseite mit einem darin angeordneten DurchlaB und 
eine sich von der Kappenoberseite aus erstreckende und die 
Offnung begrenzende Kappenwand aufweist. Beim Um- 
spritzen des Druckaufnehmers mit Spritzmasse bleibt die 
Kappenoberseite mit dem DurchlaB an einer AuBenseite des 
Gehauses frei zuganglich. Durch die schutzende Kappe wird 
vermieden, daB Spritzmasse auf die Membran des Halblei- 
terchips gelangt. Selbst bei kleinen Undichtigkeiten zwi- 
schen Kappenoberseite und Spritzwerkzeug gelangt die 
Spritzmasse nicht auf die Membran des Halbleiterchips. 
Durch den Kappeninnenraum wird in einfacher Weise im 
Gehause des Drucksensors vorteilhaft eine Druckzufuhrung 
fur den Halbleiter-Druckaufnehmer ausgebildet. Weiterhin 
ist vorteilhaft, daB durch den in der Kappenoberseite ausge- 
bildeten DurchlaB zugleich ein Beruhrungs- und Verunreini- 
gungsschutz der empfindlichen Membran des Halbleiter- 
chips gegeben ist. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung werden durch die in den Unteranspriichen ange- 



gebenen Merkmale erreicht. 

Der Drucksensor kann sehr preisgiinstig gefertigt werden, 
wenn die Kappe einstuckig mit dem Leitungsgitter ausgebil- 
det ist. Dies macht nur eine geringfugige Abanderung des 
5 Hersteilungsverfahrens erforderlich. Die Kappe ist an dem 
Leitungsgitter so angeordnet, daB der Sockel des Halbleiter- 
Druckaufnehmers in bekannter Weise mit seiner von dem 
Halbleiterchip abgewandten Unterseite auf einen Montage- 
abschnitt des Leitungsgitters aufgebracht werden kann. 
io In einem vorteiihaften Ausfuhrungsbeispiel ist vorgese- 
hen, daB ein sich seitlich an den Montageabschnitt anschlie- 
Bender und mit der Kappe versehener Abschnitt des Lei- 
tungsgitters mehrfach derart abgewinkelt ist, daB die Kappe 
mit der Offnung direkt auf der von dem Sockel abgewandten 
15 Oberseite des Halbleiterchips angeordnet ist. Besonders 
vorteilhaft ist, wenn die Kappe mit einem die Offnung um- 
gebenden Hansen flach auf dem Halbleiterchip aufliegt, wo- 
bei der Flansch auf dem Halbleiterchip urn die Druckmem- 
bran herum angeordnet ist. Zusatzlich kann der Aurlagebe- 
20 reich der Kappenwand auf der Oberseite des Halbleiterchips 
mit einem Dichtungsgel abgedichtet sein, das beispielsweise 
durch den DurchlaB an der Kappenoberseite in den Kappe- 
ninnenraum eingespritzt wird. 

In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, in 
25 den Sockel des Halbleiter-Druckaufnehmers einen Druckka- 
nal einzubringen, die von dem Leitungsgitter abgewandte 
Seite des Halbleiterchips mit einem Deckel abzudecken und 
die Kappe in dem Abschnitt des Leitungsgitters auszubil- 
den, auf den anschlieBend der Halbleiter-Druckaufnehmer 
30 derart aufgebracht wird, daB die Offnung der Kappe dem 
Druckkanal zugewandt ist. 

Zeichnungen 

35 Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeich- 
nung dargesteilt und werden in der nachfolgenden Beschrei- 
bung naher erlautert. Es zeigt 

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Leitungsgitter (Leadframe) 
vor der Vereinzelung mit mehreren Halbieiter-Druckaufneh- 

40 rnern, 

Fig. 2 einen Querschnitt durch Fig. 1 langs der Lime A- A, 
Fig. 3 den Leitungsgitterabschnitt aus Fig. 2 nach dem 
Umbiegen der Kappe, 

Fig. 4 den fertigen Drucksensor nach dem Umspritzen 
45 des Halbleiter-Druckaufnehmers, 

Fig. 5 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel des erfindungs- 
gemaBen Drucksensors. 



Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 



50 



In den Fig. 1 bis 4 ist ein erstes Ausfuhrungsbeispiel des 
erfindungsgemaBen Drucksensors dargesteilt. Fig. 1 zeigt 
ein Leitungsgitter 10, ein sogenanntes Leadframe. Das strei- 
fenfdrmige Leitungsgitter 10 wird durch Stanzen und Bie- 
55 gen aus einem Blechstreifen oder in anderer geeigneter 
Weise hergestellt und weist in Langsrichtung des Streifens 
mehrere gleichartig aufgebaute Abschnitte auf, die langs der 
Linien L-L vereinzeit werden konnen. Auf diese Weise ist 
eine Fertigung im Nutzen moglich. Die Herstellung der 
60 Drucksensoren erfolgt vorzugsweise in einer automatisier- 
ten Linienfertigung. Jeder Bereich des Leitungsgitters zwi- 
schen den Trennlinien L-L weist jeweils einen flachen, 
rechteckfdrmigen Montageabschnitt 12 zur Aufbringung ei- 
nes Halbleiter-Druckaufnehmers 2 auf. Wie in Fig. 2 zu er- 
65 kennen ist, umfaBt der Halbleiter-Druckaufnehmer 2 einen 
Halbleiterchip 3, beispielsweise einen Siliciumchip, mit ei- 
ner Oberseite 20 und einer Unterseite 21. In die Unterseite 
21 ist eine Vertiefung 6 eingebracht. Ein Abschnitt des 
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Halbleiterchips 3 mit vemiinderter Materialstarke oberhalb 
der Vertiefung 6 bildet eine verformbare Membran 5. Wei- 
terhin ist der Halbleiterchip 3 mit der Unterseite 21 auf ei- 
nen Sockel 4 aufgebracht, beispielsweise einen Giassockel 
oder einen Sockel aus Kunststoff. Durch den Sockel 4 wird 
die Vertiefung 6 hermetisch dicht verschlossen und so ein 
Referenzraum des Drucksensors gebildet. Auf der Oberseite 
20 des Halbleiterchips 3 sind in bekannter Weise nicht dar- 
gesteilte Auswertemittel angeordnet, mit denen eine Verfor- 
mung der Membran 5 nachweisbar ist. Bei den Auswerte- 
mitteln kann es sich beispielsweise urn piezoresistive Ele- 
mente im Bereich der Membran handeln, mit denen mecha- 
nische Spannungen in der Membran 5 nachweisbar sind. 
Nach Aufbringung des Halbleiter-Druckaufnehmers 2 auf 
den Abschnitt 12 des Leitungsgitters 10 wird der Halbleiter- 
chip 3 uber Bonddrahte 16 mit Kontaktabschnitten 11 des 
Leitungsgitters 10 elektrisch verbunden. AnschlieBend wer- 
den in bekannter Weise die Querstege von dem Leitungsgit- 
ter entfernt und die zuvor uber Stege miteinander verbunde- 
nen Kontaktabschnitte voneinander getrennt. 

Wie in Fig. 1 und Fig. 2 weiterhin dargestellt ist, schlieBt 
sich an die mit dem Halbleiter-Druckaufnehmer 2 versehe- 
nen Montageabschnitte 12 des Leitungsgitters 10 jeweiis ein 
weiterer Abschnitt 13 des Leitungsgitters seitlich an. Der 
weitere Abschnitt 13 weist an seinern von dem Montageab- 
schnitt 12 entfemt liegenden Ende eine Kappe 7 auf, die bei- 
spielsweise durch einen Stanzbiegevorgang in das Leitungs- 
gitter 10 eingebracht ist. Die Kappe 7 weist eine durch die 
Kappenwand 17 begrenzte Offnung 9 auf, die in der Ebene 
des weiteren Abschnitts 13 angeordnet ist und von einem 
Hansen 19 umgeben ist. Von der Offnung 9 aus erstreckt 
sich die Kappenwand 17 bis zu der zunachst nach unten ge- 
wandten Kappenoberseite 18. In der Kappenoberseite 18 ist 
ein zentraler DurchlaB 8, beispielsweise eine Bohrung ange- 
ordnet. Die Kappe 7 steht zunachst auf der von dem Halblei- 
ter-Druckaufnehmer 2 abgewandten Seite des Leitungsgit- 
ters nach unten ab. Wie in Fig. 3 dargestellt ist, wird der Ab- 
schnitt 13 bei der Herstellung des Drucksensors zweimal 
rechtwinklig derart abgebogen, daB die Kappe 7 mit der Off- 
nung 9 auf der Oberseite 20 des Halbleiterchips 3 zu liegen 
kommt. Der die Offnung 9 begrenzende Hansen 19 ist dabei 
urn die Membran 5 herum angeordnet und legt sich flach an 
die Oberseite 20 des Halbleiterchips an. In dem Abschnitt 
13 konnen entsprechende Kerben vorgesehen sein, urn das 
Abknicken des Abschnitts 13 zu erleichtern. 

Das in Fig. 3 dargestelite Leitungsgitter 10 wird nun in 
ein SpritzpreBwerkzeug eingesetzt, wobei ein Werkzeugteil 
gegen die Kappenoberseite 18 angedriickt wird und den 
DurchlaB 8 abdeckt. AnschlieBend wird der Montageab- 
schnitt 12 mit dem Halbleiter-Druckaufnehmer 2 im soge- 
nannten Transfer-Molding- Verfahren mit Spritzmasse (Mol- 
ding compound), beispielsweise einem Duroplast oder 
Kunstharz umspritzt. Wie in Fig. 4 dargestellt, entsteht hier- 
durch ein den Halbleiter-Druckaufnehmer umgebendes Ge- 
hause 30, aus dem die Kontaktabschnitte 11 seitlich heraus- 
gefuhrt sind. Die Oberseite 31 des Gehauses 30 aus Spritz- 
masse schlieBt bUndig mit der Kappenoberseite 18 ab, so 
daB der DurchlaB 8 an der Oberseite 31 des Gehauses 30 frei 
zuganglich ist. Wie in Fig. 4 zu erkennen ist, bildet beim fer- 
tigen Drucksensor 1 der Kappeninnenraum zwischen der 
Kappenoberseite 18, der Kappenwand 17 und der Offnung 9 
eine Druckzufuhrung zur Membran 5 des Halbleiterchips 3 
aus. Die Kontaktabschnitte 11 konnen umgebogen werden 
und bilden so AnschluBbeinchen des Drucksensors 1. Die 
teilweise in die Spritzmasse eingebettete Kappe 7 bildet ei- 
nen Schutz fur die Membran 5 den Halbleiterchips, da der 
DurchlaB 8 an der Kappenoberseite 18 sehr klein ausgebil- 
det werden kann. Zusatzlich kann insbesondere vor dem 
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Umspritzen mit dem Gehause 30 ein elastisch verformbares 
Dichtungsgel 40 in den Kappeninnenraum eingebracht wer- 
den, wie in Fig. 4 dargestellt ist. Das Dichtungsgel 40 dich- 
tet den Bereich zwischen der Kappeninnwand und der Ober- 
seite 20 des Halbleiterchips 3 ab und bildet einen zusatzli- 
chen Schutz fur die Membran 5 des Halbleiterchips 3. Auf- 
grund der Elastizitat des Gels bleibt dabei die Verformbar- 
keit der Membran 5 erhalten. 

In Fig. 5 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung dargestellt. Die den in Fig. 4 entsprechenden Teile sind 
mit gieichen Bezugszeichen versehen. Bei dem in Fig. 5 ge- 
zeigten Ausfuhrungsbeispiel ist die Kappe innerhalb des 
Montageabschnittes 12 des Leitungsgitters 10 unterhalb des 
Halbleiter-Druckaufnehmers 2 derartig angeordnet, daB die 
Offnung 9 der Kappe 7 dem Sockel 4 des Halbleiter-Druck- 
aufnehmers zugewandt ist. Der Socket 4 ist mit einem 
Druckkanal 25 versehen, der unmittelbar uber der Offnung 9 
angeordnet ist. Auf der Oberseite 20 des Halbleiterchips 3 
ist ein Deckel 26 aufgesetzL Ein Hohlraum zwischen der 
Deckeiwand und der Membran 5 bildet einen Referenzraum 
des Drucksensors. Der Halbleiter-Druckaufnehmer 2 wird 
in ein SpritzpreBwerkzeug eingesetzt und mit Spritzmasse 
umspritzt, wobei die Kappenoberseite 18 an der Unterseite 
31 des Gehauses 30 frei zuganglich bleibt. Der Druckkanal 
wird in diesem Fall durch den DurchlaB 8, den Kappenin- 
nenraum, die Offnung 9, den Druckkanal 25 des Sockels 4 
und die Vertiefung 6 des Halbleiterchips 3 gebildet. Im Ver- 
gleich zu dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel ist bei dem Aus- 
fuhrungsbeispiel von Fig. 5 zwar ais weiteres Bauteil der 
Deckel 26 erforderlich, jedoch entfalit das mehrfache Um- 
biegen des mit der Kappe 7 versehenen Abschnitts. 

Patentanspriiche 

1. Drucksensor umfassend einen Halbleiter-Druckauf- 
nehmer (2) mit einem auf einen Sockel (4) aufgebrach- 
ten Halbleiterchip (3), welcher Halbleiterchip eine 
Druckmembran (5) aufweist und mit Kontaktabschnit- 
ten (11) eines Leitungsgitters (10), insbesondere eines 
Leadframes, elektrisch verbunden ist, und ein Gehause 
(30), welches durch Umspritzen des Halbleiter-Druck- 
aufnehmers (2) mit Spritzmasse hergestellt ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine in die Spritzmasse 
teilweise eingebettete Kappe (7) vorgesehen ist, wel- 
che eine dem Halbleiter-Druckaufnehmer (2) zuge- 
wandte Offnung (9), eine der Offnung (9) gegenuber- 
liegende Kappenoberseite (18) mit einem darin ange- 
ordneten DurchlaB (8) und eine sich von der Kappen- 
oberseite (18) aus erstreckende und die Offnung (9) be- 
grenzende Kappenwand (17) aufweist, wobei die mit 
dem DurchlaB (8) versehene Kappenoberseite (18) an 
einer AuBenseite (31) des aus Spritzmasse hergestell- 
ten Gehauses (30) frei zuganglich ist und wobei der 
zwischen der Kappenoberseite (18), der Kappenwand 
(17) und der Offnung (9) befindliche Kappeninnen- 
raum eine Druckzufuhrung fur den Halbleiter-Druck- 
aufnehmer (2) bildet. 

2. Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kappe (7) einstiickig mit dem Lei- 
tungsgitter (10) ausgebildct ist. 

3. Drucksensor nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Sockel (4) des Halbleiter-Druckauf- 
nehmers (2) mit seiner von dem Halbleiterchip (3) ab- 
gewandten Unterseite auf einen Montageabschnitt (12) 
des Leitungsgitters (10) aufgebracht ist. 

4. Drucksensor nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein sich seitlich an den Montageabschnitt 
(12) anschlieBender und mit der Kappe (7) versehener 
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5 

Abschnitt(13) des Leitungsgi tiers (10) mehrfach derart 
abgewinkelt ist, da8 die Kappe (7) mit der Offnung (9) 
direkt auf der von dem Sockel (4) abgewandten Ober- 
seite (20) des Halbleiterchips (3) angeordnet ist. (Fig. 

3) 5 

5. Drucksensor nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kappe (7) mit einem die Offnung (9) 
umgebenden Flansch (19) flach auf dem Halbleiterchip 
(3) aufliegt und daB der Flansch (19) auf dem Halblei- 
terchip (3) um die Druckmembran (5) herum angeord- to 
net ist. (Fig. 4) 

6. Drucksensor nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Auflagebereich der Kappenwand 
(17) auf der Oberseite (20) des Halbleiterchips (3) mit 
einem Dichtungsgel (40) abgedichtet ist. 15 

7. Drucksensor nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in den Sockel (4) des Halbleiter-Druck- 
aufnehmers (2) ein Druckkanal (25) eingebracht ist, 
daB die von dem Leitungsgitter (10) abgewandte Seite 
(20) des Halbleiterchips (3) mit einem Deckel (26) ab- 20 
gedeckt ist und daB die Kappe (7) in den Montageab- 
schnitt (12) des Leitungsgitters (10) derart eingebracht 
ist, daB die Offnung (9) der Kappe (7) dem Druckkanal 
(25) zugewandt ist. (Fig. 5) 

8. Drucksensor nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB die Kappe (7) als Stanzbiegeteil an dem 
Leitungsgitter (10) ausgebildet ist. 
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Drucksensor 

Bei einem Drucksensor, welcher einen Halbleiter- 
Druckaufnehmer mit einem auf einen Sockel aufgebrach- 
ten Halbleiterchip umfafct, welcher Halbleiterchip eine 
Druckmembran aufweist und mit Kontaktabschnitten ei- 
nes Leitungsgitters, insbesondere eines Leadframes, 
eiektrisch verbunden ist, und wobei ein Gehause vorgese- 
hen ist, welches durch Umspritzen des Halbleiter-Druck- 
aufnehmers mit Spritz masse hergestellt ist, wird vorge- 
schlagen, eine in die Spritzmasse teiiweise eingebettete 
Kappe vorzusehen, welche eine dem Halbleiter-Druckauf- 
nehmer zugewandte 6ffnung, eine der Offnung gegen- 
uberliegende Kappenoberseite mit einem darin angeord- 
neten Durchlafc und eine sich von der Kappenoberseite 
aus erstreckende und die Offnung begrenzende Kappen- 
wand aufweist, wobei die mit dem DurchlaB versehene 
Kappenoberseite an einer AuSenseite des aus Spritzmas- 
se hergestetlten Gehauses frei zuganglich ist und wobei 
der zwischen der Kappenoberseite, der Kappenwand und 
der Offnung befindliche Kappeninnenraum eine Druckzu- 
fuhrung fur den Halbleiter-Druckaufnehmer bildet. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft einen Drucksensor mit den im 
Oberbegriff des unabhangigen Anspruchs 1 angegebenen 
Merkmalen. 

Derartige Drucksensoren sind bei spiels weise aus der 
Druckschrift "Advanced Microsystems for Automotiv App- 
lications' 99, D.E. Ricken, W. Gessner, Seite 126" bekannt. 
Bei den bekannten Drucksensoren wird ein Halbleiter- 
Druckaufnehmer, welcher einen auf einen Sockel aufge- 
brachten Halbleiterchip mit Druckmembran umfaBt, auf ein 
Leitungsgitter, ein sogenanntes Leadframe, aufgebracht. Ein 
ebener Abschnitt des Leitungsgitters, ein sogenannter Die- 
pad, dient dabei als Montageflache fur den Halbleiter- 
Druckaufnehmer. AnschlieBend wixd der Halbleiterchip 
uber Bonddrahte mit Kontaktabschnitten des Leitungsgitters 
verbunden. Im einem als "Transfer molding'" bekannten 
SpritzpreBverfahren wird schlieBlich der Halbleiter-Druck- 
aufnehmer mit einem Gehause aus Spritzmasse (Mold com- 
pound) umspritzt. Die Druckzufuhrung erfolgt durch einen 
in dem Sockel und dem Diepad ausgebildeten Druckkanal, 
Beim Umspritzen des Halbleiter-Druckaufnehmers muB 
eine Druckzufuhrung in dem Gehause ausgespart werden, 
die nicht mit Spritzmasse gefullt werden darf. Dies ge- 
schieht durch einen Stempel, der im Spritzwerkzeug im Be- 
reich des Druckkanals gegen das Diepad angedriickt wird. 
Nach dem Umspritzen wird der Stempel entfernt, wodurch 
in der Spritzmasse eine Aussparung verbleibt, welche als 
Druckzufuhrung dient. Durch die in dem Gehause ausgebil- 
dete Aussparung ist der in dem Diepad und dem Sockel aus- 
gebildete Druckkanal mit dem AuBenraum verbunden. 

Nachteilig bei den bekannten Sensoren ist, daB sich das 
Diepad des Leitungsgitters beim Andrucken des Stempel 
verschieben kann und zwischen dem Stempel und dem Die- 
pad ein Spalt verbleibt, so daB beim Umspritzen Spritz- 
masse in den Druckkanal und auf die Membran des Halblei- 
terchips gelangen kann, wodurch die Funktion des Druck- 
sensors beeintrachtigt wird. 

Vorteile der Erfindung 

Durch den Drucksensor mit den kennzeichnenden Merk- 
malen des Anspruchs 1, werden die Nachteile des Standes 
der Technik vermieden. Der erfindungsgemaBe Drucksensor 
weist eine in die Spritzmasse teil weise eingebettete Kappe 
auf, welche eine dem Halbleiter-Druckaufnehmer zuge- 
wandte Offnung, eine der Offnung gegenuberliegende Kap- 
penoberseite mit einem darin angeordneten DurchlaB und 
eine sich von der Kappenoberseite aus erstreckende und die 
Offnung begrenzende Kappenwand aufweist. Beim Um- 
spritzen des Druckaufnehmers mit Spritzmasse bleibt die 
Kappenoberseite mit dem DurchlaB an einer AuBenseite des 
Gehauses frei zuganglich. Durch die schutzende Kappe wird 
vermieden, daB Spritzmasse auf die Membran des Halblei- 
terchips gelangt. Selbst bei kleinen Undichtigkeiten zwi- 
schen Kappenoberseite und Spritzwerkzeug gelangt die 
Spritzmasse nicht auf die Membran des Halbleiterchips. 
Durch den Kappeninnenraum wird in einfacher Weise im 
Gehause des Drucksensors vorteilhaft eine Druckzufuhrung 
fur den Halbleiter-Druckaufnehmer ausgebildet. Weiterhin 
ist vorteilhaft, daB durch den in der Kappenoberseite ausge- 
bildeten DurchlaB zugleich ein Beriihrungs- und Verunreini- 
gungsschutz der empfindlichen Membran des Halbleiter- 
chips gegeben ist. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung werden durch die in den Unteranspriichen ange- 



gebenen Merkmale erreicht. 

Der Drucksensor kann sehr preisgiinstig gefertigt werden, 
wenn die Kappe einstiickig mit dem Leitungsgitter ausgebil- 
det ist. Dies macht nur eine geringfugige Abanderung des 
5 Herstellungsverfahrens erforderlich. Die Kappe ist an dem 
Leitungsgitter so angeordnet, daB der Sockel des Halbleiter- 
Druckaufnehmers in bekannter Weise mit seiner von dem 
Halbleiterchip abgewandten Unterseite auf einen Montage- 
abschnitt des Leitungsgitters aufgebracht werden kann. 

io In einem vorteilhaften Ausfuhrungsbeispiel ist vorgese- 
hen, daB ein sich seidich an den Montageabschnitt anschlie- 
Bender und mit der Kappe versehener Abschnitt des Lei- 
tungsgitters mehrfach derart abgewinkelt ist, daB die Kappe 
mit der Offnung direkt auf der von dem Sockel abgewandten 

15 Oberseite des Halbleiterchips angeordnet ist. Besonders 
vorteilhaft ist, wenn die Kappe mit einem die Offnung um- 
gebenden Flansch flach auf dem Halbleiterchip aufliegt, wo- 
bei der Flansch auf dem Halbleiterchip um die Druckmem- 
bran herum angeordnet ist. Zusatzlich kann der Auflagebe- 

20 reich der Kappenwand auf der Oberseite des Halbleiterchips 
mit einem Dichtungsgel abgedichtet sein, das beispielsweise 
durch den DurchlaB an der Kappenoberseite in den Kappe- 
ninnenraum eingespritzt wird. 

In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, in 

25 den Sockel des Halbleiter-Druckaufnehmers einen Druckka- 
nal einzubringen, die von dem Leitungsgitter abgewandte 
Seite des Halbleiterchips mit einem Deckel abzudecken und 
die Kappe in dem Abschnitt des Leitungsgitters auszubil- 
den, auf den anschlieBend der Halbleiter-Druckaufnehmer 

30 derart aufgebracht wird, daB die Offnung der Kappe dem 
Druckkanal zugewandt ist. 

Zeichnungen 

35 Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeich- 
nung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschrei- 
bung naher erlautert. Es zeigt 

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Leitungsgitter (Leadframe) 
vor der Vereinzelung mit mehreren Halbleiter-Druckaufneh- 

40 mem, 

Fig. 2 einen Querschnitt durch Fig. 1 langs der Linie A- A, 

Fig. 3 den Leitungsgitterabschnitt aus Fig. 2 nach dem 
Umbiegen der Kappe, 

Fig. 4 den fertigen Drucksensor nach dem Umspritzen 
45 des Halbleiter-Druckaufnehmers, 

Fig. 5 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel des erfindungs- 
gemaBen Drucksensors. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

50 

In den Fig. 1 bis 4 ist ein erstes Ausfuhrungsbeispiel des 
erfindungsgemaBen Drucksensors dargestellt. Fig. 1 zeigt 
ein Leitungsgitter 10, ein sogenanntes Leadframe. Das strei- 
fenforrnige Leitungsgitter 10 wird durch Stanzen und Bie- 

55 gen aus einem Blechstreifen oder in anderer geeigneter 
Weise hergestellt und weist in Langsrichtung des Streifens 
mehrere gleichartig aufgebaute Abschnitte auf, die langs der 
Linien L-L vereinzelt werden konnen. Auf diese Weise ist 
eine Fertigung im Nutzen moglich. Die Herstellung der 

60 Drucksensoren erfolgt vorzugsweise in einer automatisier- 
ten Linienfertigung. Jeder Bereich des Leitungsgitters zwi- 
schen den Trennlinien L-L weist jeweils einen flachen, 
rechteckfbrmigen Montageabschnitt 12 zur Aufbringung ei- 
nes Halbleiter-Druckaufnehmers 2 auf. Wie in Fig. 2 zu er- 

65 kennen ist, umfaBt der Halbleiter-Druckaufnehmer 2 einen 
Halbleiterchip 3, beispielsweise einen Siliciumchip, mit ei- 
ner Oberseite 20 und einer Unterseite 21. In die Unterseite 
21 ist eine Vertiefung 6 eingebracht. Ein Abschnitt des 
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Halbleiterchips 3 mit verminderter Materialstarke oberhalb 
der Vertiefung 6 bildet eine verformbare Membran 5. Wei- 
terhin ist der Halbieiterchip 3 mit der Unterseite 21 auf ei- 
nen Sockel 4 aufgebracht, beispielsweise einen Glassockel 
oder einen Sockel aus Kunststoff. Durch den Sockel 4 wird 
die Vertiefung 6 hermetisch dicht verschlossen und so ein 
Referenzraum des Drucksensors gebildet. Auf der Oberseite 
20 des Halbleiterchips 3 sind in bekannter Weise nicht dar- 
gestellte Auswertemittel angeordnet, mit denen eine Verfor- 
mung der Membran 5 nachweisbar ist. Bei den Auswerte- 
mitteln kann es sich beispielsweise um piezoresistive Ele- 
mente im Bereich der Membran handeln, mit denen mecha- 
nische Spannungen in der Membran 5 nachweisbar sind. 
Nach Aufbringung des Halbleiter-Druckaufnehmers 2 auf 
den Abschnitt 12 des Leitungsgitters 10 wird der Halbieiter- 
chip 3 uber Bonddrahte 16 mit Kontaktabschnitten 11 des 
Leitungsgitters 10 elektrisch verbunden. AnschlieBend wer- 
den in bekannter Weise die Querstege von dem Leitungsgit- 
ter entfernt und die zuvor uber Stege miteinander verbunde- 
nen Kontaktabschnitte voneinander getrennt. 

Wie in Fig. I und Fig. 2 weiterhin dargestellt ist, schlieBt 
sich an die mit dem Halbleiter-Druckaufnehmer 2 versehe- 
nen Montageabschnitte 12 des Leitungsgitters 10 jeweils ein 
weiterer Abschnitt 13 des Leitungsgitters seitlich an. Der 
weitere Abschnitt 13 weist an seinem von dem Montageab- 
schnitt 12 entfernt liegenden Ende eine Kappe 7 auf, die bei- 
spielsweise durch einen Stanzbiegevorgang in das Leitungs- 
gitter 10 eingebracht ist. Die Kappe 7 weist eine durch die 
Kappenwand 17 begrenzte Offnung 9 auf, die in der Ebene 
des weiteren Abschnitts 13 angeordnet ist und von einem 
Hansen 19 umgeben ist. Von der Offnung 9 aus erstreckt 
sich die Kappenwand 17 bis zu der zunachst nach unten ge- 
wandten Kappenoberseite 18. In der Kappenoberseite 18 ist 
ein zentraler DurchlaB 8, beispielsweise eine Bohrung ange- 
ordnet. Die Kappe 7 steht zunachst auf der von dem Halblei- 
ter-Druckaufnehmer 2 abgewandten Seite des Leitungsgit- 
ters nach unten ab. Wie in Fig, 3 dargestellt ist, wird der Ab- 
schnitt 13 bei der Herstellung des Drucksensors zweimal 
rechtwinklig derart abgebogen, daB die Kappe 7 mit der Off- 
nung 9 auf der Oberseite 20 des Halbleiterchips 3 zu liegen 
kommt. Der die Offnung 9 begrenzende Hansen 19 ist dabei 
um die Membran 5 herum angeordnet und legt sich flach an 
die Oberseite 20 des Halbleiterchips an. In dem Abschnitt 
13 konnen entsprechende Kerben vorgesehen sein, um das 
Abknicken des Abschnitts 13 zu erleichtem. 

Das in Fig. 3 dargestellte Leitungsgitter 10 wird nun in 
ein SpritzpreBwerkzeug eingesetzt, wobei ein Werkzeugteil 
gegen die Kappenoberseite 18 angedrlickt wird und den 
DurchlaB 8 abdeckt. AnschlieBend wird der Montageab- 
schnitt 12 mit dem Halbleiter-Druckaufnehmer 2 im soge- 
nannten Transfer-Molding- Verfahren mit Spritzmasse (Mol- 
ding compound), beispielsweise einem Duroplast oder 
Kunstharz umspritzt. Wie in Fig. 4 dargestellt, entsteht hier- 
durch ein den Halbleiter-Druckaufnehmer umgebendes Ge- 
hause 30, aus dem die Kontaktabschnitte 11 seitlich heraus- 
gefuhrt sind. Die Oberseite 31 des Gehauses 30 aus Spritz- 
masse schlieBt biindig mit der Kappenoberseite 18 ab, so 
daB der DurchlaB 8 an der Oberseite 31 des Gehauses 30 frei 
zuganglich ist. Wie in Fig. 4 zu erkennen ist, bildet beim fer- 
tigen Drucksensor 1 der Kappeninnenraum zwischen der 
Kappenoberseite 18, der Kappenwand 17 und der Offnung 9 
eine Druckzufuhrung zur Membran 5 des Halbleiterchips 3 
aus. Die Kontaktabschnitte 11 konnen umgebogen werden 
und bilden so AnschluBbeinchen des Drucksensors 1. Die 
teilweise in die Spritzmasse eingebettete Kappe 7 bildet ei- 
nen Schutz fur die Membran 5 den Halbleiterchips, da der 
DurchlaB 8 an der Kappenoberseite 18 sehr klein ausgebil- 
det werden kann. Zusatzlich kann insbesondere vor dem 



Umspritzen mit dem Gehause 30 ein eiastisch verformbares 
Dichtungsgel 40 in den Kappeninnenraum eingebracht wer- 
den, wie in Fig. 4 dargestellt ist. Das Dichtungsgel 40 dich- 
tet den Bereich zwischen der Kappeninnwand und der Ober- 
5 seite 20 des Halbleiterchips 3 ab und bildet einen zusatzli- 
chen Schutz fur die Membran 5 des Halbleiterchips 3. Auf- 
grund der Elastizitat des Gels bleibt dabei die Verformbar- 
keit der Membran 5 erhalten. 

In Fig. 5 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
10 dung dargestellt. Die den in Fig. 4 entsprechenden Teile sind 
mit gleichen Bezugszeichen versehen. Bei dem in Fig. 5 ge- 
zeigten Ausfuhrungsbeispiel ist die Kappe innerhalb des 
Montageabschnittes 12 des Leitungsgitters 10 unterhalb des 
Halbleiter-Druckaufnehmers 2 derartig angeordnet, daB die 
15 Offnung 9 der Kappe 7 dem Sockel 4 des Halbleiter-Druck- 
aufnehmers zugewandt ist. Der Sockel 4 ist mit einem 
Druckkanal 25 versehen, der unmittelbar uber der Offnung 9 
angeordnet ist. Auf der Oberseite 20 des Halbleiterchips 3 
ist ein Deckel 26 aufgesetzt. Ein Hohlraum zwischen der 
Deckeiwand und der Membran 5 bildet einen Referenzraum 
des Drucksensors. Der Halbleiter-Druckaufnehmer 2 wird 
in ein SpritzpreBwerkzeug eingesetzt und mit Spritzmasse 
umspritzt, wobei die Kappenoberseite 18 an der Unterseite 
31 des Gehauses 30 frei zuganglich bleibt. Der Druckkanal 
wird in diesem Fall durch den DurchlaB 8, den Kappenin- 
nenraum, die Offnung 9, den Druckkanal 25 des Sockels 4 
und die Vertiefung 6 des Halbleiterchips 3 gebildet. Im Ver- 
gleich zu dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel ist bei dem Aus- 
fuhrungsbeispiel von Fig. 5 zwar als weiteres Bauteil der 
30 Deckel 26 erforderlich, jedoch entfallt das mehrfache Um- 
biegen des mit der Kappe 7 versehenen Abschnitts. 
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Patentanspruche 

35 1. Drucksensor umfassend einen Halbleiter-Druckauf- 
nehmer (2) mit einem auf einen Sockel (4) aufgebrach- 
ten Halbieiterchip (3), welcher Halbieiterchip eine 
Druckmembran (5) aufweist und mit Kontaktabschnit- 
ten (11) eines Leitungsgitters (10), insbesondere eines 

40 Leadframes, elektrisch verbunden ist, und ein Gehause 
(30), welches durch Umspritzen des Halbleiter-Druck- 
aufnehmers (2) mit Spritzmasse hergestellt ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine in die Spritzmasse 
teilweise eingebettete Kappe (7) vorgesehen ist, wel- 

45 che eine dem Halbleiter-Druckaufnehmer (2) zuge- 
wandte Offnung (9), eine der Offnung (9) gegenuber- 
liegende Kappenoberseite (18) mit einem darin ange- 
ordneten DurchlaB (8) und eine sich von der Kappen- 
oberseite (18) aus erstreckende und die Offnung (9) be- 

50 grenzende Kappenwand (17) aufweist, wobei die mit 
dem DurchlaB (8) versehene Kappenoberseite (18) an 
einer AuBenseite (31) des aus Spritzmasse hergestell- 
ten Gehauses (30) frei zuganglich ist und wobei der 
zwischen der Kappenoberseite (18), der Kappenwand 

55 (17) und der Offnung (9) beflndliche Kappeninnen- 
raum eine Druckzufuhrung fur den Halbleiter-Druck- 
aufnehmer (2) bildet. 

2. Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kappe (7) einstiickig mit dem Lei- 

60 tungsgitter (10) ausgebildet ist. 

3. Drucksensor nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Sockel (4) des Halbleiter-Druckauf- 
nehmers (2) mit seiner von dem Halbieiterchip (3) ab- 
gewandten Unterseite auf einen Montageabschnitt (12) 

65 des Leitungsgitters (10) aufgebracht ist. 

4. Drucksensor nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein sich seitlich an den Montageabschnitt 
(12) anschlieBender und mit der Kappe (7) versehener 



DE 199 29 025 A 1 



Abschnitt (13) des Leitungsgitters (10) mehrfach derart 
abgewinkelt ist, daB die Kappe (7) mit der Offnung (9) 
direkt auf der von dem Sockel (4) abgewandten Ober- 
seite (20) des Halbleiterchips (3) angeordnet ist. (Fig. 
3) 5 

5. Drucksensor nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kappe (7) mit einem die Offnung (9) 
umgebenden Hansen (19) flach auf dem Halbleiterchip 
(3) aufliegt und daB der Flansch (19) auf dem Halblei- 
terchip (3) urn die Druckmembran (5) herum angeord- to 
net ist. (Fig. 4) 

6. Drucksensor nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Auflagebereich der Kappenwand 
(17) auf der Oberseite (20) des Halbleiterchips (3) rnit 
einem Dichtungsgel (40) abgedichtet ist. 15 

7. Drucksensor nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in den Sockel (4) des Halbleiter-Druck- 
aufhehmers (2) ein Druckkanal (25) eingebracht ist, 
daB die von dem Leitungsgitter (10) abgewandte Seite 
(20) des Halbleiterchips (3) mit einem Deckel (26) ab- 20 
gedeckt ist und daB die Kappe (7) in den Montageab- 
schnitt (12) des Leitungsgitters (10) derart eingebracht 
ist, daB die Offnung (9) der Kappe (7) dem Druckkanal 
(25) zugewandt ist. (Fig. 5) 

8. Drucksensor nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB die Kappe (7) als Stanzbiegeteil an dem 
Leitungsgitter (10) ausgebildet ist. 
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Abstract 



The pressure sensor has a semiconducting pressure transducer with a chip (3) mounted on a base (4) and contg. a pressure 
membrane (5) and connected to contact sections (1 1) of a conductor grid (10), esp. a leadframe. A housing (30) is formed by 
moulding. A cap (7) partly embedded in the moulding material has an opening (9) facing the transducer, a cap upper side (18) 
opposite the opening with a passage (8) and a cap wall (17) extending from the upper side and bounding the opening. The upper 
side of the cap with the opening is freely accessible from the outside of the moulded housing and the interior vol. of the cap formed 
by the cap upper side, the cap wall and the opening forms a pressure channel to the transducer. 
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